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  本刊中 包含“介孔二氧化硅,微球,
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介孔二氧化硅微球的扩孔及组装磁性纳米铁粒子  

王平,朱以华,杨晓玲,韩霄
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摘要  以十六胺为模板剂、正硅酸乙酯(TEOS)为硅源合成孔径约3 nm的多孔球形结构介孔二氧化硅(MS)材料. 
为满足组装磁性纳米粒子所需的孔径要求，提出了一种可较大程度扩大孔径的方法?复盐浸渍法，用多组分盐溶

液(NaC1:LiCl:KNO3=4:1:1, w)浸渍MS微球，然后在300℃加热2 h，扩大MS孔径，扩孔后的MS微球孔径

在10 nm左右. 采用电化学方法在MS介孔内合成Fe纳米粒子，并在H2气氛下加热还原得到Fe/SiO2磁性复合微

球，制备出的磁性复合微球孔道内均匀地分布着Fe粒子. 
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